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中国船舶工业总公司指导性技术文件

指挥仪电气安装技术条件 CB/Z184-82

代替

组别  83

本技术条件作为设计、生产、检验的依据。产品的结构保证能够按本技术 

条件进行电气安装。凡在本技术条件规定以外的特殊要求，应在产品图纸或专

用技术文件中注明。

1  一般要求

1·1 产品的电气安装应符合技术条件、设计图纸及工艺文件的要求。

1·2 电气安装所用的材料、元件、零件、部件和整件，应符合设计图纸的 

要求，外购件应有出厂合格证明。需要筛选的元件，应严格按照有关文件要求

进行筛选。

1·3 线路的布置应便于对元件及其它装配件进行查看、调整和更换。在满 

足电气性能及结构要求的前提下，其走线应尽量走最近距离为原则，考虑美观

和安全。线東或电缆与元器件之间距离不得小于5mm。

1·4 在电气安装过程中不应再进行机械加工，特殊需要机械加工时(钻孔、 

攻丝等),应采取相应的措施保证不损伤附近的零(器)件，并将切屑和其它物

清理干净。

1·5 产品中同一电位点的连线应尽量采用同一颜色的导线，导线颜色和元

器件引线上的套管颜色应按表1、表2和表3规定要求。

表1

直 流
三相交流 单相交流

正 负

控制概 灯丝交流 地或零电位 其 它

红黄绿 

0 A B
黄 红 兰

绿 白 黑 自选
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表2

晶体三极管 场效应三极管

发射极

(e)

基极

(b)

集电极

(0)

屏 蔽 源

(8)

横

G)

漏

(D)

白 绿 红 黑 白 绿 红

表3

组件及厚膜元件 晶体二极管及有极性电容

电源电压

正 负

地 讯号输入 输出 其它 正  端 负  端

红 兰 鼎 绿 黄 自定 红 兰

1·6 一个接点上焊接的导线， 一般不得超过三根(包括元、器件端点)。 一

个螺钉上最多允许紧固三个焊片。

1·7 接点上的连接线不允许拉紧。有相对运动的接点间的跨接线采用软线。

接活动元件或经常拆卸元件的导线应留有足够的活动余量。

1·8     跨接裸线与亮体或其它带电部分的距离小于3 m  时，应套绝缘奪管或采 

取其它绝缘措施。绝缘套管不允许有裂纹和烫伤。套管的纵向活动余量不得超过

2  。

109  产品电气安装前，对待装元器件应作外观检查，并将油污、杂物擦拭干 

净。电气安装后，对元件的排列及导线的布置型式要进行整理，并将产品内部的

杂物清除干净。电气安装过程中，不应损伤电气元件。

1·10  产品内靠近高温热源的电缆或线束，当高温有可能损害它们的工作时，
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应采取隔热措施(如缠石棉带、石棉绳等)。

2   导线及元件的准备

201-导线下料前应仔细的作外观检查，导线的绝缘层不得有损伤和变质。内

部芯线不得锈蚀。
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2·2 去除导线端头绝缘层时，不得损伤芯线。对带有纱包或丝包的绝缘塑料 

导线，去除端头绝缘层时，尽量不要使丝或纱露出外绝缘层，应保证焊后端头齐

平。

203  去除增头绝缘层的多股芯线，应照原方向扭合，但不得扭断芯线。导线

芯线在焊接前应均匀措锡，搪锡时不应烫坏绝缘层。

2·4 漆包线的漆层可以用去漆剂去除，去除后应立即清洗干净。在没有去漆

剂的情况下，允许用沙纸或小刀去除，去除面应不受损坏。

2·5 去除导线用绝缘层，剥头长度参考如下：

a.   接到接线焊片上的导线为5～15my

b.   接到元件板上的导线为10～20m

0.  接到插头座上的导线为8～20m。

2·6    屏蔽导线端头不屏蔽的绝缘层长度一般为10～40m 之间。

2·7     屏蔽导线的屏蔽层一般应两端分别就近接地，屏蔽层长度不超过300m

的可以一端接地。屏蔽导线的端头加工和接地方法见图1～7。

2·8 元件的引线应理直并去除表面锈蚀。元件引线可采用超声波或其它方法 

搪场。引线根部不搪锄的长度，阻容元件和集成电路不少于2m,   晶体管不少于 

5m 。 搪杨时间一次不大于2秒。搪杨后待装配的元器件(导线)存放时间不得

超过48小时。

2·9      当元件引线需要弯曲时，弯曲处与元件壳体间的距离不得小于2m,   弯

曲半径不小于1·5 mm。

3  线束的制作

3·1      两根以上导线的平行走线长度大于100m 时，应扎成线束。因相互干扰 

而不允许扎在一起的导线，应在图纸中有专门说明。载交流灯丝导线应相互铰合 

起来数设，当其相交时，应尽量使其交角为90°,平行排列时应保持最大距离

或加以屏蔽。
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3·2 线束采用锦纶线等耐湿绝缘材料绑扎，以扎紧为宜，但不得勒伤导线绝

缘层。凡是用锦纶线绑扎的线束，首尾打结处应涂胶Q98-1,   绑扎形式见图8~

18。

3·3 线束直线部分的扎结距离，按线束直径来确定， 一般规定为线束直径的
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1～2倍，但最小不少于10 mm。同一线束内的扎结距离，应尽量均匀一致。

3·4 线束内的导线每端应留1～3次重焊备用长度(约20～30m)。 不允许

用几根导线连成一根使用。

3·5 根据需要，线束内可增加备用导线。其数量、规格应符合设计文件中规定。

备用导线的端头应绝缘包扎。

3·6 线束中的导线应沿最短路线布设，并避免与锐角相碰。布设时应平血整齐， 

特殊需要允许扭合。工作中器活动的线束应扭合布设。屏蔽线在扎入线束时应尽可

能靠近底板布设。等于或大于110V的电源导线尽量离开底板布设。

3·7 为使线束不受外界的机械损伤，可在线束的全长上或需要的长度上采取保

护措施。

4  电缆的制作

4·1 自制多芯电缆的外层套管的选择应松紧适宜。套装时允许使用滑石粉。

4·2 自制多芯电缆的外层套管端头加工见图19～21.

4·3 电缆与插头座连接的典型加工见图22～36.

4·4 插头、插座与电缆或线束连接好后，为了防止损伤及落进灰尘等杂物，应

加保护盖或采取其它保护措施

5  线束及电缆的安装

5·1 电缆及线束的放置不应拉的过紧和扭铰，以适应温度变化和摆动条件。当 

电缆或线束弯曲时，弯曲内半径不得小于其直径的二倍，并应固定不动。在插头座

外亮根部转弯时，弯曲内半径不得小于其直径的五倍。

5·2      电缆或线束一般在相距100～300mm处和转弯处，均应牢靠的固定在亮

体上。当用金属固定夹固定时，要采取保护措施。安装线夹前应在线夹下沿线束

(或电缆)外周套上聚氯乙烯带、绝缘纸等作保护套，其保护长度应比线夹长出1~

3  m。当电缆或线束通过屏蔽板、外壳或底板孔时，应在孔内加保护村套。

6  元器件的安装

6·1 不允许用接长元件引线的办法进行安装。
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6·2 安装元器件时，应尽可能使其型号、标称值、标记等处在正面，以便于观 

察，方向应尽量一致

6·3 元器件引线不允许拉得过紧。元件壳体至焊点距离：
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阻容元件不小于3 m

晶体管不小于5 m～10mm。

6·4    元件的带电部位与机壳或其它带电部位间的距离小于3 mm时，应套绝缘套 

管。多接点的元器件，如各种接插件、继电器等一般应在接点上套上绝缘套管。

套管长度应超出接点3 mm以上。

6·5 安装在印刷板上较重的元器件，应附加支架或采取其它固定措施，并尽

量排列在印制板的中、下部或固定端。

6·6     印制板上元(器)件的壳体和引线至印制板边边缘的距离不得小于5mm。

6·7 印制板上的小型电感(高频除外)、阻流圈、变压器等，可以用环氧树

脂封装成小圆柱形焊接，也可用螺钉固定或用其它方法安装，见图37～39。

7  焊 接

7·1 焊接用电烙铁的大小应选择适宜，为保证操作安全，电烙铁也线应可靠

接地。

7·2     焊料选用HLSnPb61,       当焊接晶体管、集成电路或超小型元件时，可

选活性焊锡丝低熔点焊料。

7·3 焊接时，尽量采用中性焊剂。焊接印制电路板、磁芯板、电子元器件、

机箱底板线时，必须采用中性焊剂。

7·4 焊接前，导线元(器)件引线与接点的连接方式见图40～82。焊接在 

印制板上的元(器)件，焊后其引线必须伸出板面1～1·5 m,   焊锡高度不宜

小于0·7 mm。

7·5 导线绝缘层端头与焊点的距离， 一般不大于1·5M,   但对截面积大于

1·5mm2     的导线，应根据实际需要确定。
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7·6 焊接时，不允许焊料、焊剂滴溅在元(器)件和其它部位上；不允许焊 

料、焊剂渗透到插座内；不允许锡滴(渣)粘在印制线及其它导体之间；不允许

烫伤元(器)件、导线的绝缘层和印制板的铜箔。

7·7 焊点尽量一次焊成。晶体管、集成电路及其它受热易损元件的焊接时间 

不超过3秒，必要时应采取散热措施。需要重焊的焊点，应待冷却后再焊。

7·8 双面印制权上某一焊点，需要在板的另一面焊接时，应注意焊剂不可留 

在孔内，以防焊接时孔中焊剂受热起泡造成虚焊。
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7·9 在玻璃绝缘子上焊接时，不允许熔化绝缘子上非焊接处的焊料或将绝缘子

焊裂。

7·10  焊接完毕后，各焊点应用无水乙醇清洗干净，但禁止将印制极浸入洗液

中刷洗

7·11  焊点应光洁、牢固，无气孔、无毛刺、锡瘤和虚焊。焊点上的焊料应均

匀并略显引线轮廓。如图83～85所示。

7·12       对焊接有特殊要求的元器件(如场效应管M08 电路),应断电焊接，或

按其相应的使用说明进行焊接。

8  标记

8·1 电气安装应按图纸作标记，标记应清晰、易读，标记方法和颜色应符合设

计文件和工艺文件具体规定

8·2 元(器)件的标记打印在元(器)件上。也可打印在附近底板或其它部位

上。当打印在元(器)件上时，不应遮盖标称值，同时不应影响元(器)件的性能。

8·3     小型元件的标记，允许只标出元件的顺序号，如电阻Rs,      只标出8即可。

印制板上的元件可不作标记。

8·4 导线端头作标记时，标记可直接标记在导线上，也可用标记套管，标记套 

管的长度可选用6、12、18 m, 其直径以套在导线上不产生自由移动为宜。导线

的标记方向应从导线修整端起，从左至右读出。

8·5 电缆的标记应打印在标牌上或标在插头座上，也可标印在电缆上。

9  检验

9·1 安装好的产品应符合本技术条件及设计图纸、专用技术条件。

9·2 焊接质量用5倍以上的放大镜作外部查看的方法进行检验。焊点质量应符 

合第711条要求。合格的焊点应点上玫瑰红色颜料的透明硝基清漆Q14-1    加以标

记。(印制板焊点可不作标记),填写合格证。
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9·3 用卡尺抽检焊点高度，应符合第7·4条要求。

9·4 当用毫欧表测量焊点时，通导电阻不大于3 ma
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10.图  例

10.1屏蔽导找的端头加工和接地方法

图

图   2

图 3

钼 线RXφ0.3~0.8 紧 线 5

6图并摄焊后再烧1v 2   

四乙烯源膜

或黄沈组布)

按常要  接电压确定 2   √3

楚地线长皮按需要

祖合并塘圈
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图     5

图 6

同浅TRXφ0 . 3~08紧浇5~           铜线TRXφ0.3~0.8引出接地

并 锡 焊 后 再 绕 1 ~ 2 ( 也 可 用 A S T V R 导 线 接 图5引出接地)

聚四氧乙烯接膜或黄漆调(布)
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图  7
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10 -  2线束的绑

图 8  卑线始端扎结
图  9  双线始端扎结

图10 单线终端扎结
图 1 1 双线终端扎结

图12 中间扎结
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注：每隔10~15扎结必须打一加强结

图 1 3 中间扎结

14  双线中间结

图 1 5 单浅中间 结
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图16 分枝扎结

图17 分枝扎结
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